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Abstract of FR2780534 
The card is fabricated on a base (12) of 
thermoplastic material with a semiconductor chip 
(20) inserted into the base by hot pressing so that 
the top of the chip is flush with the surface of the 
card. A metaled deposit (28) on the top surface of 
the base fomns an antenna. The base is then 
covered with a film (32) of a thennoplastic material 
so the chip and the antenna are covered 
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(p4; PROCEDE DE REALISATION D'OBJETS PORTATIFS 
PORTATIFS TELS QU'OBTENUS PAR LEDIT PROCEDE. 

&f) L'Invention conceme un proc6d6 de realisation d'un 
oBjet portatif & composants Electron iques comprenant un 
corps, une pastille semi-conductrice (20) munle de plages 
de contact et des metallisations (28) formant une antenne, 
caracterise en ce qu'il comprend les Stapes suivantes: 

- on foumit une piaquette (12) en mat^riau thermoplasti- 
que pr6sentant une premiere et une deuxieme face; on in- 
sure dans la piaquette la pastille semi-conductrice (20) par 
pressage k chaud de telle mani^re que la face de la pastille 
munie des plages de contact affleure sensiblement la pre- 
miere face de la piaquette; on realise les metallisations (28) 
formant antenne sur la premiere face de la piaquette, et on 
fixe sur la premiere face (1 4) de la piaquette une feuille (32) 
en materiau thermoplastique pr6sentant le m§me contour 
que la piaquette, par quoi ladite feuille recouvre ladite an- 
tenne et ladite pastille. 



A COMPOSANTS ELECTRONIQUES ET OBJETS 
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La presente invention a pour objet un proced^ de realisation d*un 
ou plusieurs objets portatifs a composants €lectroniques et un objet portatif a 
composants electroniques du type obtenu par la mise en oeuvre du procede. 

De fa^on plus precise, Tinvention conceme la realisation 
S simultanee ou individuelle d'un objet portatif k composants Electroniques 
comportant un corps, une pastille semi-<onductrice munie de plage de 
contact, et des metallisations formant une antenne. 

On sait qu'a cote des cartes a memoire 61ectronique du type dans 
Icquel la liaison entre les circuits de la carte et le dispositif de lecture et 
10 d*6criture se fait par contact ohmique, se developpent des cartes dites sans 
contact. Dans ce type de cartes, TEchange d*information et d'energie entre les 
circuits de la carte et un dispositif de lecture-ecriture se fait par onde 
electromagnetique. En consequence, la carte doit comporter une antenne qui 
est en general constituee par des metallisations realisees sur le corps de la 
IS carte. Ces metallisations sont raccordees aux bomes ou plages extemes de 
contact de la pastille semi-conductrice dans laquelle sont realises les 
circuits intEgres de la carte. L'antenne fonctionne bien sAr en Emission et 
6galement en reception. 

Avec le developpement de ces cartes, on comprend qu'il est 
20 necessaire d'utiliser des precedes de fabrication de cartes qui soient dW 
cout de plus en plus reduit tout en autorisant Tobtention de cartes sans 
contact de grande quality. 

Les procedes connus actuellement ne s^averent pas totalement 
satisfaisants soit en raison de leur coiit dans le cas ou on utilise une pastille 
2S semi-conductrice fixEe sur un Element de circuit imprime pour rEaliser le 
module de la carte, soit parce que, pour realiser les mEtallisations 
correspondant aux spires de l'antenne, celles-ci sont coAteuses a rEaliser ou 
apparaissent sur la face externa du corps de la carte sans contact et risquent 
done d'etre abimees. 

30 Un objet de la presente invention est de foumir une carte sans 

contact ou plus gen6ralement un objet portatif comprenant une pastille 
semi-conductrice et des metallisations formant antenne qui soient d'un coQt 
de realisation reduit, c'est-a-dire qui nEcessite peu d'Etapes d'Elaboration 
tout en assurant le maintien des qualitEs de la carte lors de son utilisation. 

35 Le procEdE de fabrication d'un objet portatif a composants 

Electroniques comprenant un corps, une pastille semi-conductrice munie de 
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plages de contact, et dcs metallisations fonnant une antenne, caracterise en 
ce qu'il comprend les etapes suivantes : 

-on foumit une plaquette en mat^riau thennoplastique 
presentant une premiere et une deuxieme face et un contour, 
5 - on insere dans ladite plaquette ladite pastille semi-conductrice 

par pressage a chaud de telle maniere que la face de ladite pastille munie des 
plages de contact affleure sensiblement la premiere face de la plaquette, 

-on realise lesdites metallisations fonnant antenne sur ladite 
premiere face de la plaquette, et 
10 -on fixe sur ladite premiere face de la plaquette une feuille en 

materiau thermoplastique presentant le meme contour que la plaquette, par 
quoi ladite feuille recouvre ladite antenne et ladite pastille. 

On comprend que grice aux dispositions de Tinvention le coflt de 
fabrication de Fobjet portatif est r6duit puisqu'on utilise directement une 
15 pastille semi-conductrice qui est ins^r^e dans le mat6riau constituant le 
corps de la carte sans nccessiter Tutilisation de circuit imprimfi et que la 
carte presente au cours de son utilisation une grande qualite puisque les 
metallisations constituant I'antenne sont prot6g6es par la feuille en mat6riau 
thermoplastique qui est fix6e sur la face de la plaquette comportant Tantenne 
20 et les plages de contact de la pastille semi-conductrice. 

Un autre objet de Tinvention est de foumir un procede de 
realisation d'une pluralite d'objets portatifs qui se caracterise en ce qu'il 
comprend les 6tapes suivantes : 

- oh foumit une plaque de mat^riaulhermoplastique qui presente 
25 une premiere et une deuxieme face, plaque dans laquelle on definit une 

plurality de zones correspondant chacune k une plaquette, lesdites plaquettes 
etant toutes identiques, limitfies chacune par un contour et 6tant disposes 
selon n lignes et p colonnes, 

- on insere dans ladite plaque, par pression a chaud, une pastille 
30 semi-conductrice dans chaque zone correspondant a une plaquette, de telle 

maniere que la face des pastilles munie des plages de contact affleure 
sensiblement ladite premiere face de la plaque, 

-on realise lesdites metallisations formant antenne sur ladite 
premiere face de la plaque dans chaque zone correspondant a une plaquette. 
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- on fixe sur ladite premiere face de la plaque une feuille en 
materiau thermoplastique pour recouvrir au moins Tensemble desdites 
zones ; et 

-on d6coupe le sandwich ainsi realise selon le contour de 
5 chacune desdites zones, par quoi on obtient n x p objets portatifs. 

On comprend que dans cette operation permettant la fabrication 
simultanee d*un grand nombre de cartes ou objets portatifs identiques, on 
realise de pr^f^rence Tinsertion des pastilles semi-conductrices 
simultanement ainsi que les metallisations des differents objets portatifs, ces 
10 metallisations etant de preference encore r£alis6es par serigraphie avec une 
encre conductrice. 

L'invention concerae encore un objet portatif k composants 
electroniques notamment du type carte sans contact qui se caracterise en ce 
qu*il comprend : 

15 - un corps en materiau thermoplastique presentant un contour et 

une premiere et une deuxieme face principale, les deux faces etant paralleles 
entreelles, 

- une pastille semi-conductrice dont une premiere face est munie 
de plages de contact noyees dans ledit corps, ladite premiere face de la 

20 pastille etant disposee dans un plan parallele auxdites faces principales, et 

- des metallisations formant antenne raccord^es electriquement 
aux plages de contact de ladite pastille, lesdites mdtallisations etant 
sensiblement disposees dans ledit plan. 

D'autres caracteristiques et avantages de Tinvention apparaitront 
25 mieux a la lecture de la description qui suit de plusieurs modes de realisation 
de rinvention donnes a titre d*exemples non limitatifs. La description se 
reffere aux figures annexees, sur lesquelles : 

- les figures 1 kS illustrent un premier mode de realisation de 
Tobjet portatif a composants electroniques, chaque objet portatif 6tant 

30 fabriqu6 individuellement ; et 

- les figures 6 et 7 illustrent un procede de realisation simultane 
d'un grand nombre d*objets portatifs, la figure 6 etant une vue de dessus et la 
figure 7 une vue en coupe verticale selon la ligne VII-VII de la figure 6. 

En se referant tout d'abord aux figures 1 5, on va d^crire un 
35 premier mode de realisation de Tobjet portatif, une carte sans contact dans le 
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cas particulier de la description, dans lequel chaque objet portatif est 
fabrique individuellement. 

On part d'tine plaquette 12 en materiau thermoplastique 
pr^sentant deux faces principales 14 et 16 ainsi qu'un contour 18. Comme le 
5 montre mieux la figure 3b, la plaquette 12 pr^sente une longueur L et une 
largeur 1, T^paisseur de la plaquette 6tant egale a e. 

Dans Tetape suivante, on foumit une pastille semi-conductrice 
20 dans laquelle sont realises les diff^rents composants electroniques 
necessaires au fonctionnement de la carte, cette pastille semi-conductrice 20 

10 comportant une face de contact 22 munie de plages de contact extemes 24 et 
26. La pastille semi-conductrice 20 presente une 6paisseur e' qui est bien sur 
inferieure a Tepaisseur e, cette epaisseur e etant elle-meme inferieure 
comme on Texpliquera ulterieurement a l*6paisseur E que doit presenter le 
corps de Tobjet portatif, Dans Tdtape suivante illustrte par la figure 2, on 

IS realise rinsertion de la pastille semi-conductrice 20 par pressage a chaud 
dans des conditions qui sont en elles-memes connues. Pour permettre cette 
operation, on peut utiliser pour r£aliser la plaquette 12 un PVC, un 
polycarbonate ou un ABS, sans que cette liste soit limitative. Uop6ration de 
pressage a chaud est realisee jusqu*a ce que la face 22 de la pastille 

20 semi-conductrice 20 affleure la face superieure 14 de la plaquette. 

Dans Tetape suivante illustree par les figures 3a et 3b, on realise 
les metallisations 28 sur la face superieure 14 de la plaquette 12. Ces 
metallisations etant destinees a constituer Tantenne de Tobjet portatif. 
Comme le montre mieux la figure 3b, la metallisation 28, dans ce mode de 

25 realisation, comporte deux spires 28i et 282 et celie-ci presente bien sur une 
premiere extr£mit6 28a qui est raccordee a la borne 24 de la pastille 
semi-conductrice 20 et une deuxi^me extr6mit6 28b qui doit etre raccordde 
k la deuxieme borne 26 de la pastille semi-conductrice. Dans ce mode de 
realisation, ce raccordement £lectrique devant passer au-dessus de la 

30 deuxieme spire 282, il est necessaire de r^aliser localement une isolation 30 
au-dessus de la portion de spire et ultdrieurement une connexion 
electrique 31 pour raccorder Textr^mite 28b a la borne 26. 

De preference, la metallisation 28 formant Tantenne est realisee 
par serigraphie avec une encre conductrice et elle comporte 4 spires. 

35 Dans T^tape suivante representee sur la figure 4, on prepare une 

feuille thermoplastique 32 qui a exactement les memes dimensions que la 
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plaquette 12. Cette feuille 32 est fixee sur la face sup6rieure 14 de la 
plaquette semi-conductrice, ctst-a-dire sur sa face qui est munie des 
metallisations formant antenne et des contacts extemes de la pastille semi- 
conductrice 20. Cfette feuille 32 peut Stre fixte avantageusement par 

5 laminage a chaud. EUe pourrait egalement etre fixee par collage. De 
preference, la face exteme 32a de la feuille 32 est munie de graphismes 34. 
On comprend que I'dpaisseur el de la feuille 32 doit etre telle qu'aprfes 
I'operation de fixation, T^paisseur totale de la plaquette 12 et de la feuille 32 
soit exactement egale a Tepaisseur E souhait6e pour le corps de carte. On 

10 comprend qu'ainsi la pastille semi-conductrice et les metallisations formant 
antenne soient entierement noyees dans le materiau thermoplastique. 

Dans une variante representee sur la figure 5, il est prevu une 
etape"supplementaire qui consiste a fixer sur la face inferieure 16 de la 
plaquette 12 une deuxieme feuille en materiau thermoplastique ayant 

15 exactement les memes dimensions que la plaquette 12, cette deuxieme 
feuille 36 ayant une cpaisseur telle que F^paisseur totale des feuilles 32 et 
36 et de la plaquette 12 corresponde zpths reparation de fixation exactement 
k r6paisseur E souhait6e pour le corps de carte. II est possible de prevoir que 
la face exteme 36a de la feuille 36 soit munie de graphismes 38. 

20 La figure 3c illustre une variante de realisation dans laquelle le 

raccordement des metallisations formant antenne aux homes de la pastille 
semi-conductrice est realisee differemment de ce qui est illusUe par la 

^figure_3.b 

Dans ce mode de realisation, la pastille semi-conductrice 20 est 
25 en partie a Texterieur des metallisations 28' formant Tantenne. Cela permet 
d'eviter que le raccordement de rextremit6 28* 2i la borne 26 ne n6cessite la 
presence d'une metallisation passant "au-dessus" des spires. II n'y a done 
pas besoin de pr6voir la realisation d'une couche isolante. 

En se ref&ant mamtenant aux figures 6 et 7, on va dterire un 
30 proc6d6 de realisation d'objets portatife a composants electroniques et 
notamment de cartes sans contact qui permet d'obtenir simultanement un 
grand nombre de telles cartes toutes identiques. 

On part d'une plaque 100 en materiau thermoplastique du meme 
type que celui qui a ete utilise pour realiser les plaquettes 12 des figures 1 a 
35 5, Cette plaque 100 presente une largeur Ij et une longueur Lq telles qu'on 
puisse definir dans ses faces principals superieure 102 et inferieure 104 n 
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lignes de p zones conespondant chacune au contour d'une plaquette 12 
definie en liaison avec les figures 1 ^ 5. A partir de cette plaque 100 sur 
laquelle on a defini les contours tels que 106 limitant les zones Zy, on 
precede successivement a insertion des pastilles semi-conductrices 12 aux 

5 emplacements voulus dans les zones Zy, I'insertion 6tant realis6e de 
preference simultan6ment puis simultanement encore de preference, on 
realise, par serigraphie, les metallisations 28 de chaque zone Zy pour obtenir 
les aatennes. On procede ensuite au raccordement de la deuxieme extr6mite 
de chaque metallisation avec la deuxieme borne de chaque pastille 

10 semi-conductrice ainsi qu'on I'a expliqu6 en liaison avec la figure 3b. 
Cependant de preference, la zone isolante 30 et la metallisation de 
connexion 31 pour chaque objet portatif est r6alis6e separement et 
" "successivement. OFpourrait egalement r6ali^^ a la 

figure 3c. 

15 Lorsque toutes ces operations ont ete realisees sur la plaquette 

100, on procede a la fixation d'une feuille en materiau thermoplastique 110 
sur la face superieure 102 de la plaquette 100 de telle maniere que cette 
feuille 110 recouvre au moins toutes les zones Zy. II est egalement possible 
comme on I'a explique en liaison avec la figure 5 de fixer une deuxieme 

20 feuille thermoplastique 112 sur la face inferieure 104 de la plaque 100. 

Ensuite, il suffit de decouper par exemple par etampage le long 
des contours 106 la plaque 100 pour separer chaque corps d'objets portatifs 
du reste de cette plaque 100 par quoi on obtient n x p objets portatifs 
typiquement des cartes sans contact 
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RFVRNDICATIQNS 

1. Procede de realisation d*un objet portatif a composants 
5 electroniques comprenant un corps, unc pastille semi-conductrice munie de 

plages de contact et des metallisations formant une antenne, caract£rise en 
ce qu*il comprend les Stapes suivantes : 

- on foumit une plaquette en matdriau thennoplastiqne pr6sentant une 
premiere et une deuxieme face et un contour, 

10 - on insere dans ladite plaquette ladite pastille semi-conductrice par 
pressage a chaud de telle maniere que la face de ladite pastille munie 
des plages de contact affleure sensiblement la premiere face de la 

- on realise lesdites metallisations formant antenne sur ladite premiere 
1 5 face de la plaquette, et 

- on fixe sur ladite premiere face de la plaquette une feuille en materiau 
thermoplastique pr&entant le meme contour que la plaquette, par quoi 
ladite feuille recouvre ladite antenne et ladite pastille. 

2. Proc6de selon la revendication 1, caract6rise en ce que lesdites 
20 metallisations sont rcalisees par serigraphie dhme encre conductrice. 

3. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 et 2, 
caracterise en ce qu'on fixe sur la deuxieme face de ladite plaquette une 

deuxieme feuille en materiau thermoplastique ayant le meme contour que 

ladite plaquette. 

25 4. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 a 3, 

caracterise en ce que chaque feuille est fixee par laminage k chaud. 

5. Procede selon Tune quelconque des revendications 1 2l 3, 
caracterise en ce que chaque feuille est fix6e par collage. 

6. Proc^dd selon Tune quelconque des revendications 1 i 5, 
30 caract6ris6 en ce que ladite premifere feuille est munie d'un graphisme sur sa 

face non toumde vers ladite plaquette. 

7. Proced6 selon la revendication 3, caracterise en ce que ladite 
deuxieme feuille est munie d'un graphisme sur sa face non toum6e vers 
ladite plaquette. 

35 8. Procede de realisation d'une pluralite d'objets portatifs a 

composants electroniques, chaque objet comprenant un corps, une pastille 
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semi-conductrice munie de plages de contact et des metallisations fonnant 
une antenne, caractdrise en ce qu*il comprend les etapes suivantes : 

- on foumit une plaque de materiau thermoplastique qui presente une 
premiere et une deuxieme face, plaque dans laquelle on definit une 

5 pluralite de zones correspondant chacune a une plaquette, lesdites 
plaquettes etant toutes identiques, limitees chacune par un contour et 
6tant dispos^es selon n lignes et p colonnes, 

- on insere dans ladite plaque, par pression a chaud, une pastille semi- 
conductrice dans chaque zone correspondant a une plaquette, de telle 

10 mani^re que la face des pastilles munie des plages de contact affleure 
sensiblement ladite premiere face de la plaque, 

- on realise lesdites metallisations formant antenne sur ladite premiferc 
face de la plaque dans chaque zone correspondant a une plaquette, 

- on fixe sur ladite premiere face de la plaque une feuille en materiau 
15 thermoplastique pour recouvrir au moins Tensemble desdites zones ; et 

- on decoupe le sandwich ainsi realise selon le contour de chacune 
desdites zones, par quoi on obtient n x p objets portatifs. 

9, Proc6de selon la revendication 8, caracterise en ce qu'on fixe 
une deuxieme feuille de mat6riau thermoplastique sur la deuxifeme face de 
20 ladite plaque. 

10. Proc6dc selon Tune quelconque des revendications 8 et 9, 
caracterise en ce que toutes les pastilles semi-conductrices sont ins£r^ 

- -simultanement. _ 

11. Procede selon Tune quelconque des revendications 8 a 10, 
25 caracterise en ce que toutes les metallisations sont realis6es simultanement 

par serigraphie avec une encre conductrice. 

12. Procede selon la revendication 11, caracterise en ce que le 
raccordement d'une des plages de contact des pastilles ^ la metallisation 
formant antenne est realist successivement et s6par6ment pour chaque 

30 pastille. 

13. Objet portatif a composants electroniques, caract6ris6 en ce qu'il 
comprend: 

- un corps en materiau thermoplastique pr6sentant un contour et une 
premiere et une deuxieme face principale, les deux faces etant paralleles 

35 entreelles, 
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une pastille scmi-conductrice dont une premiere face est munie de 
plages de contact noyees dans ledit corps, ladite premiere face de la 
pastille etant disposee dans un plan parallele atixdites faces principales, 
et 

des metallisations formant antenne raccorddes 61ectriquement aux 
plages de contact de ladite pastille, lesdites metallisations etant 
sensiblement disposdes dans ledit plan. 
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